Title (en)
Board separation assembly

Title (de)
Plattenaufteilanlage

Title (fr)
Installation de distribution de plaques

Publication
EP 2251131 A1 20101117 (DE)

Application
EP 10004559 A 20100430

Priority
AT 7462009 A 20090514

Abstract (en)
The arrangement has a saw unit (3) movable along a saw line (2) for sawing a workpiece (1). A feeding region (4) feeds the workpiece towards the
saw line. An identification device (5) is arranged in the feeding region for applying an identifier i.e. label, on the workpiece. The identification device
includes an applicator (6) movably mounted in the feeding region relative to the workpiece for fixing the label to the workpiece. The identification
unit includes an applicator drive motor for processing the applicator in the feeding region. An independent claim is also included for a method for
operating a board partitioning arrangement.

Abstract (de)
Plattenaufteilanlage zum Zersagen von zumindest einem, insbesondere plattenférmigen und/oder plattenstapelférmigen, Werkstick (1)
mit zumindest einer Sagelinie (2) entlang der zumindest eine S&geeinrichtung (3) zum Zersagen des Werkstiicks (1) verfahrbar ist und mit
einem Zufuhrbereich (4) zum Zufuhren des zu zersagenden Werkstiicks (1) zur S&gelinie (2), wobei im Zuflihrbereich (4) zumindest eine
Kennzeichnungseinrichtung (5) zum Anbringen von zumindest einem Kennzeichen, vorzugsweise von zumindest einer Beschriftung, an dem,
vorzugsweise unzersagten, Werkstlck (1) angeordnet ist.
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